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はじめに：中空部のある微細パターン付きの三次元構造を効率よく作製するには Transfer プ

ロセスが適している。これは犠牲基板上に作製した微細パターン付きの樹脂フィルムを所望

の本基板上にある微細樹脂パターン上に貼り付ける技術である。前回、水溶性ポリマーであ

るポリビニルアルコールとポリエチレンテレフタレートの二層膜（PVA/PET）を犠牲基板に

用いて分子量 350k の PMMA パターンを熱圧着により貼り合わせて多段の中空部付き微細

構造を Si 基板上に作製した[1]。しかし、多段構造の各層で貼り付け条件を変える難しいプロ

セスとなっていた。そこで、今回 PVA/PET 犠牲基板上に分子量 960k の大きな分子量の

PMMA（960k-PMMA）を用いて作製した丈夫なパターン構造層と、分子量 120k の小さな

分子量の PMMA（120k-PMMA）で柔軟な接着層を設けた二層の PMMA フィルムを用いて

多段微細構造を作製するプロセスの開発を試みた。 
実験方法：犠牲基板として市販の PVA（厚さ 30μm）と PET（厚さ 75μm）の二層シート 
(SO シート®、アイセロ社)を用いた。PVA 面に熱ナノインプリントでパターニングを行った

（ハーフピッチ 2μm、深さ 1.5μm）。作製された PVA パターン上に 960k-PMMA（厚さ

2μm）、20k-PMMA（厚さ 0.7μm）を順次スピンコートして二層 PMMA フィルムを形成し

た。この微細パターン付き二層 PMMA フィルムを本基板である Si 基板に熱圧着で貼りつけ

た。熱圧着の条件は温度 100 °C、圧力 5MPa とした。 
実験結果： Fig. 1(a)に 1 段の PMMA 構造を示す。良好な PMMA パターンが Si 基板上に作

製できた、Fig. 1(b)に 2 段の PMMA 構造を示す。白の点線は１段目と 2 段目の境界を示す

ために記入したものである。2 段の構造ができているが、1 段目の PMMA パターンが 2 段目

の PMMA で埋まっており、中空構造が得られていないことがわかる。今後、熱圧着の条件を

最適化して中空の多段構造を作製する予定である、 
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Fig. 1 Fabricated PMMA fine structures, (a) single layer, (b) double layer structures. 
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